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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Aufbringen eines Schaltungschips auf einen Trager 

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Aufbringen eines auf 
ein Hilfssubstrat (30) aufgebrachten Schaltungschips (6) 
auf ein Schaltungssubstrat (6; 22), mitfolgenden Schritten: 
Bereitstellen des auf das Hilfssubstrat (30) aufgebrachten 
Schaltungschips (6); 

Position ieren eines flexiblen Schaltungssubstrats (8; 22), 
auf oder in das der Schaltungschip (6) aufgebracht werden 
soli, an der von dem Hilfssubstrat (30) abgewandten Ober- 
flache des Schaltungschips (6), durch Heranfuhren des fle- 
xiblen Schaltungssubstrats (8; 22) an die von dem Hilfssub- 
strat (30) abgewandte Oberflache des Schaltungschips (6), 
indem dasselbe lokal deformiert wird; 
Ablosen des Schaltungschips (6) von dem Hilfssubstrat 
(30) und Aufbringen desselben auf das Schaltungssubstrat 
(8; 22); und 

Entfemen des Schaltungssubstrats (8; 22) mit dem Schal- 
tungschip (6) von dem Hilfssubstrat (30), durch eine Positi- 
onsanderung des Schaltungssubstrats (8; 22) und/oder 
des HiHssubstrats (30), 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Hilfssubstrat (30) eine d eh n bare flexible Folie ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren zum Positionieren eines Schaltungs- 
chips auf einem Schaltungssubstrat, und insbeson- 
dere auf einem Verfahren zum Positionieren eines 
Schaltungschips, der sich auf einem Hilfssubstrat be- 
findet, auf einem Schaltungssubstrat. 

[0002] Durch die Entwicklung von kontaktbehafte- 
ten und kontaktlosen Chipkarten hat sich ein vollig 
neuer und schnellwachsender Markt fur elektroni- 
sche Mikno-Systeme ergeben. Demnach werden in- 
tegrierte Schaltungen nicht mehr lediglich in Groftge- 
rate oderauch Handsysteme eingebaut, sondern so- 
zusagen "nackt" in Chipkarten. Eine konsequente 
Weiterentwicklung in diese Richtung fuhrt zur soge- 
nannten "Wegwerfelektronik", deren erster Vertreter 
die Telephonkarte war, und die nunmehr auch elek- 
tronische Etiketten und dergleichen umfaftt. 

[0003] Bei derartigen Anwendungsgebieten sind 
sehr kleine und sehr dunne Schaltungschips, die die 
integrierten Schaltungen beinhalten, erforderlich. 
Ferner handelt es sich beispielsweise bei den elek- 
tronischen Etiketten um Massenartikel, so daft Be- 
strebungen dahingehend durchgefiihrt werden mus- 
sen, eine preisgiinstige Masse nfertigung zu ermog li- 
chen. Eine solche Massenfertigung erfordert eine pa- 
rallele Fertigung, die solange wie moglich im Wa- 
fer-Verbund durchgefuhrt wird. So werden die auf 
den integrierten Schaltungschips definierten inte- 
grierten Schaltungen vollstandig im Wafer-Verbund 
fertiggestellt. Letztendlich miissen die Wafer jedoch 
zu Einzelchips vereinzelt werden, um die Chips nach- 
folgend auf das Bestirnmungssubstrat aufzubringen. 
Diese Handhabung der Einzelchips ist jedoch bei der 
fur elektronische Etiketten und ahnliche Wegwerfe- 
lektronik vorliegende n Gnolie schwierig. Somit kon- 
nen ubliche Handhabungsverfahren, beispielsweise 
mittels eines Unterdrucks und dergleichen, nicht 
ohne weiteres angewendet werden. 

[0004] In Fia. 1 ist ein bekanntes Hilfssubstrat 2 
dargestellt, wobei auf eine Hauptoberflache des 
Hilfssubstrats 2 beispielsweise uber eine Haftschicht 
4 Schaltungschips 6aufgebracht sind. Das Hilfssub- 
strat 2, das auch als Handhabungssubstrat bezeich- 
net werden kann, kann beispielsweise ein Silizium- 
wafer, ein Glaswafer (Pyrex), eine Folie, ein metal I i- 
sches Substrat oder ein Keramiksubstrat sein. An 
diesem Hilfssubstrat 2 sind die Schaltungschips mit 
ihrer Ruckseite angebracht. Die dargestellte Struktur 
kann beispielsweise erhalten werden, wenn in einem 
Siliziumwafer zunachst eine Grabenstruktur gebildet 
wird, die die Umrisse und die Tefe der einzelnen 
Schaltungschips definiert, woraufhin das Hilfssubst- 
rat 2 auf die Oberflache des Wafers, in der die Gra- 
benstruktur gebildet ist, aufgebracht wird. Nachfol- 
gend wird der Wafer von der Ruckseite her bis zu 



dem unteren Ende der Grabenstruktur gediinnt, so 
daft sich die in Fia, 1 dargestellte Struktur aus Hilfs- 
substrat und an demselben angebrachten Schal- 
tungschips 6 ergibt. 

[0005] Das Hilfssubstrat kann beispielsweise ein Si- 
liziumwafer, ein Pyrexglaswafer oder ein Quarzwafer 
sein. Alternativ kann das Hilfssubstrat durch ein kera- 
misches oder metallisches Substrat gebildet sein. Es 
ist ferner moglich, als Hilfesubstrat ein flexibles Sub- 
strat zu verwenden, beispielsweise eine flexible Poly- 
merfolie. 

[0006] Ein erstes bekanntes Verfahren ist nun vor- 
teilhaft anwendbar, um diese Schaltungschips aus 
dem Pseudo-Waferverbund auf ein Schaltungssubs- 
trat aufzubringen. Ein solches Schaltungssubstrat ist 
bei 8 in Fia. 1 gezeigt. Wie in Fig, 1 ferner schema- 
tisch gezeigt ist, befinden sich auf dem Schaltungs- 
substrat 8 Bondpads oder eine Klebeflache 10. Um 
einen Schaltungschip 6 aus dem Pseudo-Waferver- 
bund auf diese Bondpads oder die Klebeflache auf- 
zubringen, wird das Schaltungssubstrat 8 zu dem 
aufzubringenden Schaltungschip 6 bewegt, derart, 
dali die Bondpads oder die Klebeflache 10 benach- 
bart zu der von dem Hilfssubstrat 2 abgewandten 
Oberflache des Schaltungschips 6 angeordnet sind. 
Uberdies kann eine Postitionsanderung des Schal- 
tungschips durchgefiihrt werden, indem das Hilfssub- 
strat gehandhabt wird, um die oben genannten An- 
ordnung von Schaltungschip und Hilfssubstrat zu er- 
reichen. Alternativ kann dabei lediglich eine Handha- 
bung des Hilfssubstrats erfolgen, um einen Schal- 
tungschip benachbart zu einem Schaltungssubstrat 
zu positionieren. Im AnschlulJ wird mittels einer ge- 
eigneten Vorrichtung 12, beispielsweise einer Vor- 
richtung zum Erzeugen eines Laserbeschusses, der 
Schaltungschip 6 von dem Hilfssubstrat 2 abgelost, 
indem die Haftschicht 4 beispielsweise geschmolzen 
wird. Gleichzeitig kann dadurch eine Verbindung des 
Schaltungschips mit den Bondpads oder der Klebe- 
flache 10 auf dem Schaltungssubstrat 8 bewirkt wer- 
den. Sind diese Schritte durchgefiihrt, wird wiederum 
eine Positionsanderung des Schaltungssubstrats 8 
durchgefiihrt, so daft der auf das Schaltungssubstrat 
aufgebrachte Schaltungschip von dem Hilfssubstrat 
2 entfernt wird. Somit wurde der Schaltungschip auf 
das Schaltungssubstrat aufgebracht, ohne densel- 
ben einer getrennten Handhabung zu unterziehen. 
Vergleichbare Verfahren sind bekannt aus der JP 
61-116 846 A und der DE 19738922 A1. 

[0007] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung, 
die veranschaulicht, wie ein zweites bekanntes Ver- 
fahren zur Ablosung einer Mehrzahl von Schaltungs- 
chips von einem Hilfstrager und das Aufbringen der- 
selben auf Schaltungssubstrate verwendet werden 
kann. Der Ausgangszustand des Hilfstragers 2 mit 
den auf einer Hauptoberflache desselben aufge- 
brachten Schaltungschips 6 entspricht dem Aus- 
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gangszustand in Fig. 1 . Jedoch ist in Fig. 2 eine Tra- 
gervorrichtung 20 gezeigt, auf der in bestimmten Ab- 
standen zueinander Schaltungssubstrate 22 ange- 
ordnet sind, auf die jeweils Schaltungschips 6 aufge- 
bracht werden sollen. Die Tragervorrichtung 20 ist in 
der Richtung des Pfeils 24 bewegbar, um die Schal- 
tungssubstrate 22 nacheinander jeweils an einem 
Schaltungschip 6 zu position ieren. 

[0008] Wie in Fig. 2 ferner dargestellt ist, ist eine 
Hubvorrichtung 26 vorgesehen, die von unten auf die 
Tragervorrichtung 20, die aus einem flexiblen Materi- 
al besteht, einwirken kann, um eine lokale Deformie- 
rung der Tragervorrichtung 20 zu bewirken, um ein 
Schaltungssubstrat 22 benachbart zu der von dem 
Hilfesubstrat 2 beabstandeten Oberflache eines 
Schaltungschips 6 zu positionieren. Wie bezugneh- 
mend auf 

[0009] Fig. 1 erlautert wurde, wird dann mittels ei- 
nerVorrichtung 12 der Schaltungschip von dem Hilfe- 
substrat 2 abgelost und auf das Schaltungssubstrat 
22 aufgebracht. Nachfolgend wird die Hubvorrich- 
tung entgegen der Richtung des Pfeils 28 von dem 
Hilfesubstrat weg bewegt, wodurch die Tragervorrich- 
tung 20 wiederum in die Position gebracht wird, die in 
Fig. 2 gezeigt ist. Nachfolgend wird die Transportvor- 
richtung in die Richtung, die durch den Pfeil 24 ge- 
zeigt ist, bewegt, um das nachste Schaltungssubstrat 
22 in Stellung zu bringen. Gleichzeitig kann das ge- 
samte Hilfesubstrat 2 bewegt werden, um beispiels- 
weise den nachsten Schaltungschip, 6' in Fig. 2 . ge- 
genuber der Hubvorrichtung 26 zu positionieren. 

[0010] Bezugnehmend auf Fig. 2 wurde eine Trans- 
portvorrichtung 20 erlautert, die beispielsweise ein 
iiber Rollen verlaufendes Endlosband sein kann. Ein 
vergleichbares Verfahren zeigt die JP 58-25242 A. 
Eine sol cheTransportvorrichtung ist jedoch nicht not- 
wendig, wenn es sich bei dem Schaltungssubstrat, 
auf das der Schaltungschip aufgebracht werden soli, 
um ein flexibles Substrat, beispielsweise eine Folie, 
handelt, die mit weiteren solchen flexiblen Substraten 
verbunden ist. Ein vergleichbares zeigt die JP 
06-275662 A. Auf diesem flexiblen Substrat waren 
wiederum Bondpads bzw. Klebeflachen angeordnet. 
Entsprechend dem bezugnehmend auf Fig. 2 be- 
schriebenen Verfahren wurden die zusammenhan- 
genden flexiblen Substrate dann jeweils in der Rich- 
tung des Pfeils 24 weiterbewegt, bis die Bondpads 
bzw. die Klebeflache uber der Hubvorrichtung 26 an- 
geordnet ware, woraufhin die Bondflache bzw. die 
Klebeflache durch die Hubvorrichtung 26 benachbart 
zu der von dem Hilfssubstrat 2 beabstandeten Ober- 
flache eines Schaltungschips positioniert werden 
wiirde. Das Ablosen bzw. Aufbringen des Schal- 
tungschips auf den Bondflachen auf der Klebeflache 
des flexiblen Substrate wurde wiederum auf die oben 
beschriebene Art und Weise erfolgen. 



Aufgabenstel lu ng 

[0011] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be- 
steht somit darin, neuartige Verfahren zum Aufbrin- 
gen eines auf ein Hilfssub strat aufgebrachten Schal- 
tungschips auf einen Trager zu schaffen, bei dem 
Probleme hinsichtlich der Handhabung kleiner und 
dunner Schaltungschips nicht auftreten. 

[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren ge- 
mali Patentanspruch 1 oder 2 gelost. Die Merkmale 
des Oberbegriffe des Anspruchs 1 sind aus JP 
58-25242 A bekannt, die des Anspruchs 2 aus JP 
60-275662 A. 

[0013] Die vorliegende Erfindung schafftein Verfah- 
ren zum Aufbringen eines auf ein Hilfssubstrat aufge- 
brachten Schaltungschips auf ein Schaltungssubst- 
rat, bei dem zunachst ein auf ein Hilfesubstrat aufge- 
brachter Schaltungschip bereitgestellt wird. Nachfol- 
gend wird ein Schaltungssubstrat auf oder in das der 
Schaltungschip aufgebracht werden soil, an der von 
dem Hilfssubstrat abgewandten Oberflache des 
Schaltungschips positioniert, indem eine Positions- 
anderung des Schaltungssubstrate und/oder des 
Hilfssubstrats durchgefuhrt wird. 

[0014] Das Schaltungssubstrat auf das der Schal- 
tungschip aufgebracht wird, ist ein flexibles Substrat, 
das lokal verwolbt ist, um eine lokale topographische 
Ertiohung zu bewirken; auf der ein einzelner Schal- 
tungschip plaziert werden kann. uberdies ist es mog- 
lich, eine Anzahl von Schaltungssubstraten, auf de- 
nen Schaltungschips positioniert werden sollen, auf 
einer flexiblen Trageranordnung, beispielsweise ei- 
ner Folie, zu positionieren, wobei dann die flexible 
Trageranordnung lokal verwolbt wird, um das Schal- 
tungssubstrat an der von dem Hilfssubstrat abge- 
wandten Oberflache des Schaltungschips zu positio- 
nieren. 

[0015] Im Anschluft wird der Schaltungschip von 
dem Hilfssubstrat abgelost und auf das Schaltungs- 
substrat aufgebracht. Abschlieftend wird das Schal- 
tungssubstrat mit dem aufgebrachten Schaltungs- 
chip von dem Hilfssubstrat entfernt, indem wiederum 
eine Positionsanderung des Schaltungssubstrate 
und/oder des Hilfssubstrats durchgefuhrt wird. 

[0016] ErfindungsgemaB ist das Hilfsubstrat, auf 
welchem die Schaltungschips bereitgestellt werden, 
eine flexible Folie, die dehnbar ist. 

[0017] Somit ist gemali der vorliegenden Erfindung 
keine Handhabung des Schaltungschips erforderlich, 
wobei lediglich Positionsanderungen des Schal- 
tungssubstrate bzw. einer Haftfolie, auf das bzw. die 
der Schaltungschip aufgebracht werden soil, durch- 
gefuhrt werden. Somit wird gemali der vorliegenden 
Erfindung eine direkte Handhabung der Schaltungs- 
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chips vermieden, was insbesondere bei sehr kleinen 
und diinnen Schaltungschips vorteilhaft ist. 

[0018] Das Ablosen des Schaltungschips von dem 
Hilfssubstrat, wenn das Schaltungssubstrat an der 
von dem Hilfssubstrat abgewandten Oberflache des 
Schaltungschips position iert ist, erfolgt bei bevorzug- 
ten Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfin- 
dung durch das Zufuhren von Energie zu der Verbin- 
dungsstelle zwischen Hilfssubstrat und Schaltungs- 
chip. Diese zugefuhrte Energie kann gleichzeitig 
auch eine Befestigung des Schaltungschips an oder 
in dem Schaltungssubstrat bewirken, beispielsweise 
eine Flip-Chip-Verbindung. Sornit kann durch ein ein- 
maliges Zufuhren von Energie der Schaltungschip 
sowohl von dem Hilfssubstrat gelost als auch auf das 
Schaltungssubstrat aufgebracht werden. 

[0019] Das erfindungsgemafte Verfahren eignet 
sich insbesondere zum Aufbringen von solchen 
Schaltungschips auf ein Schaltungssubstrat, die sich 
in einem Pseudo-Waferverbund auf einern Hilfssubs- 
trat befinden. Pseudo-Waferverbund heiftt, daft sich 
die Schaltungschips noch in der geometrischen An- 
ordnung des urspriinglichen Waferverbunds befin- 
den, jedoch bereits durch Atzgraben, Sagestraften, 
Trennfugen und dergleichen getrennt und sornit ver- 
einzelt sind. Die Vereinzelung in die Einzelchips er- 
folgte dabei derart, daft die Chips im Pseudo-Wafer- 
verbund bleiben, in dem dieselben die gleiche Anord- 
nung und Beabstandung wie im urspriinglichen Wa- 
ferverbund besitzen. Aus diesem Pseudo-Waferver- 
bund konnen die Schaltungschips gemaft dem erfin- 
dungsgemaften Verfahren gelost und auf ein Schal- 
tungssubstrat aufgebracht werden, so daft eine ge- 
trennte Handhabung der Einzelchips nicht notwendig 
ist. 

[0020] Vorzugsweise heben sich die Bond pads oder 
die Klebeflache auf dem Schaltungssubstrat, auf das 
der Schaltungschip aufgebracht werden soil, von der 
restlichen Oberflache topographisch ab. Somit kann 
beispielsweise durch einen gezielten Laserbeschuft 
sowohl die Verbindung Schaltungschip-Hilfssubstrat 
gelost als auch die Verbindung Schaltungschip-Tra- 
gersubstrat hergestellt werden. 

[0021] Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung 
sind in den abhangigen Anspruchen dargelegt. 

Ausfuhrungsbeispiel 

[0022] Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorlie- 
genden Erfindung werden nachfolgend bezugneh- 
mend auf die beiliegenden Zeichnungen nahereriau- 
tert. Es zeigen: 

[0023] Fig. 1 eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung eines ersten bekannten Verfah- 
rens; 



[0024] Fig. 2 eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung eines zweiten bekannten Verfah- 
rens; 

[0025] Fig. 3 eine schematische Darstellung, die 
eine Anzahl von Schaltungschips auf einem flexiblen 
Hilfssubstrat zeigt, welche dehnbar ist, gemaft vorlie- 
gender Erfindung; 

[0026] Fig. 4 eine schematische Darstellung, die 
zeigt, wie die Schaltungschips vor de Aufbringen auf 
ein Schaltungssubstrat mittels des dehnbaren flexib- 
len Hilfssubstrats position iert werden konnen gemaft 
vorliegender Erfindung. 

[0027] Bezugnehmend auf Fig. 3 wird nun das erfin- 
dungsgemafte Verfahren beschrieben, bei dem als 
Hilfssubstrat eine flexible Folie 30 (Fig. 3a)) verwen- 
det ist. Auf dieser Folie 30 sind, wiederum im Pseu- 
dowaferverbund mit einem Abstand A zwischen den- 
selben, eine Mehrzahl von Schaltungschips 6 ange- 
ordnet. Bei der flexiblen Folie 30 handelt es sich um 
eine flexible Haftfolie, die dehnbar ist. 

[0028] Die flexible Haftfolie kann nun, eventuell un- 
ter Warmezufuhr, gedehnt werden, wodurch sich die 
Abstande zwischen den einzelnen Schaltungschips 
vergroliern, siehe Abstand B in Fig. 3b). Durch diese 
Vergroderung der Abstande zwischen den einzelnen 
Schaltungschips 6 ist es moglich, das bekannte Ver- 
fahren, das oben bezugnehmend auf Fig. 2 beschrie- 
ben wurde, einfacherdurchzufiihren. Die Darstellung 
in Fig. 3b) ist rein schematisch, wohingegen in 
Fig. 3c) dargestellt ist, dad der unterhalb der Schal- 
tungschips 6 befindliche Teil der Haftfolie 32 bei der 
Dehnung der Haftfolie seine urspriingliche Dicke bei- 
behalt, wahrend die iibrigen Abschnitte 34 der Haft- 
folie bei der Dehnung der Haftfolie eine Verdunnung 
erfahren. 

[0029] Um die Schaltungschips in der in Fig. 3a) ge- 
zeigten Anordnung auf die Folie 30 aufzubringen, 
kann beispielsweise die Folie ganzflachig auf die auf 
einem Zwischentrager angeordneten Schaltungs- 
chips auf laminiert werden. Uberdies kann die Folie 
bereits als Trager bei Diinnungs- und Vereinze- 
lungs-Prozessen der Schaltungschips gedient ha- 
ben. 

[0030] Die Folie 30 kann nun vorteilhaft gehandhabt 
werden, um die einzelnen Schaltungschips jeweils in 
einer vorbestimmten Beziehung zu einem Schal- 
tungssubstrat zu position ieren. In Fig. 4 ist schema- 
tisch eine Moglichkeit fur eine solche Handhabung 
dargestellt. So kann die Folie auf ein kugelformiges 
Objekt gespannt werden, wobei das kugelformige 
Objekt nachfolgend wie ein Typenrad einer Schreib- 
maschine gesteuert wird, um die Schaltungschips 6 
bestimmungsgemaft jeweils relativ zu einem Schal- 
tungssubstrat zu position ieren. 
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[0031] Die vorliegende Erfindung vereinfacht sornit 
das Ablosen von Schaltungschips von einer dehnba- 
ren flexiblen Haftfolie als Hilfstrager und das Aufbrin- 
gen dieser Schaltungschips auf ein Schaltungssubs- 
trat, ohne die Schaltungschips einzeln handhaben zu 
mussen. Somit eignet sich das erfindungsgemafie 
Verfahren hervorragend furschnelle und kosteneffizi- 
ente Masse nfertigungsverfahren. 

[0032] Das Schaltungssubstrat, auf das die jeweili- 
gen Schaltungschips aufgebracht werden, kann bei- 
spielsweise ein isolierendes Substrat sein, das eine 
Ausnehmung aufweist, in die derSchaltungschip ein- 
gebracht werden soil. In diesem Fall konnen die 
Wande der Ausnehmung beispielsweise abge- 
schragt sein, urn mogliche Justierungsungenauigkei- 
ten auszugleichen, so daft der Schaltungschip durch 
die Abschragung in die Ausnehmung gefiihrt wird. 

[0033] Neben der oben beschriebenen bandforrni- 
gen Anordnung der flexiblen Trager konnten die Tra- 
gerauch matrizenformig, d.h. zweidimensional, in ei- 
nem losbaren Verbund angeordnet sein. Wiederum 
wird jeweils der Trager, d.h. das flexible Schaltungs- 
substrat, auf das ein Schaltungschip aufgebracht 
werden soil, uber der Hubvorrichtung positioniert, 
woraufhin durch dieselbe eine vertikale Verwolbung 
des Tragers durchgefuhrt wird. 

[0034] Es ist fur Fachleute offensichtlich, dali belie- 
bige Bewegungen der Hubvorrichtung 26, der Trans- 
portvorrichtung 20 sowie des Hilfssubstrats 2 zuein- 
ander moglich sind, urn jeweils einen Schaltungschip 
und ein Schaltungssubstrat oberhalb der Hubvorrich- 
tung 26 in der richtigen Ausrichtung zueinanderanzu- 
ordnen. Wichtig fur die vorliegende Erfindung ist le- 
diglich dali nachfolgend das Schaltungssubstrat zu 
dern Schaltungschip bewegt wird (Pfeil 28 in Fig. 2) , 
bzw. das Hilfssubstrat zu dem Schaltungssubstrat 
bewegt wird, so dali keine gesonderte Handhabung 
eines kleinen, schwer zu handhabenden Chips erfor- 
derlich ist. Beispielsweise ist es moglich, nach einer 
groben Position ierung des Schaltungssubstrats eine 
Feinpositionierung des Hilfssubstrats mit den im 
Pseudowaferverbund auf demselben angeordneten 
Schaltungschips durchzufuhren, urn die richtige An- 
ordnung von einem der Schaltungschips beziiglich 
eines Schaltungssubstrats zu bewirken. 

[0035] Ist der oder die Schaltungschips mittels eines 
Haftmittels an dem Hilfssubstrat angebracht, kann 
das Ablosen der Schaltungschips von dern Hilfssub- 
strat kann auf eine Vielzahl von Arten erfolgen. Be- 
vorzugt ist jedoch die Ablosung durch das Richten ei- 
nes Laserstrahls auf die Verbindungsstelle zwischen 
Schaltungschip und Hilfesubstrat. Alternativ kann 
eine Warrnebehandlung, eine Ultraschallstrahlung 
oder eine Ultraviolett-Licht-Bestrahlung durchgefuhrt 
werden, um den Schaltungschip von dem Hilfssubst- 
rat abzulosen. Uberdies konnte ein solches Ablosen 



chemisch bewirkt werden, indem beispielsweise uber 
eine Kanule lokal ein Ldsungsmittel zugefuhrt wird, 
oder indem ein lokales Plasma "erzeugt wird. Bei 
dem erfindungsgemalien Verfahren konnen jeweils 
einzelne Schaltungschips auf Schaltungssubstrate 
aufgebracht werden, oder jeweils eine Reihe von 
Schaltungschips, d.h. bei der Anordnung von Fia. 2 
beispielsweise eine Reihe von Schaltungschips, die 
in die Zeichenebene hinein angeordnet ist. Dabei 
konnen jeweils eine Mehrzahl von Schaltungssubst- 
raten nebeneinander zugefuhrt werden und gleich- 
zeitig mittels einer Hubvorrichtung benachbart zu 
Schaltungschips angeordnet werden. In diesem Fall 
kann eine geeignete Vorrichtung vorgesehen sein, 
um gleichzeitig eine Reihe von Schaltungschips von 
dem Hilfesubstrat abzulosen. 

[0036] Obwohl die Vorrichtung 12 in den Fig. 1 und 
Fig. 2 derart angeordnet ist, dali die Energie von der 
Riickseite des Hilfssubstrats 2 her zugefuhrt wird, ist 
es fur Fachleute offensichtlich, dali diese Energie 
beispielsweise auch von der Seite oder beispielswei- 
se mittels der Hubvorrichtung 26 zugefuhrt werden 
kann. 

[0037] Alternativ konnen die Schaltungschips mit- 
tels elektrostatischer oder magnetischer Kupplungen 
an dem Hilfssubstrat angebracht sein. Ferner ist es 
moglich, die Schaltungschips mittels Unterdruck an 
dem Hilfssubstrat zu halten. In diesen Fallen ist es je- 
weils nur notwendig, den jeweiligen Haltemechanis- 
mus abzustellen, um die Schaltungschips von dem 
Hilfssubstrat abzulosen. 

Bezugszeichenliste 

2 Hilfesubstrat 

4 Haftschicht 

6, 6" Schaltungschips 

8 Schaltungssubstrat 

10 Klebeflache 

12 Vorrichtung, beispielsweise zum Erzeugen 

eines Laserbeschusses 
20 Tragervorrichtung fur Schaltungssubstrate 

22 

22 Schaltungssubstrate 
24 Pfeil einer Richtung, in welche Tragervor- 
richtung 20 bewegbar 
26 Hubvorrichtung 

28 Pfeil einer Richtung, in welche das Schal- 
tungssubstrat bewegbar 

30 Hilfssubstrat als dehnbare flexible Folie bzw. 
Haftfolie 

32 Teil der Haftfolie, der bei Dehnung seine Di- 
cke behalt 

34 AbschnittderHaftfolie,derbei Dehnung eine 
Diinnung erfahren 
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Patentanspruche 

1 . Verfahren zum Aufbringen eines auf ein Hilfe- 
substrat (30) aufgebrachten Schaltungschips (6) auf 
ein Schaltungssubstrat (8; 22), mitfolgenden Schrit- 
ten: 

Bereitstellen des auf das Hilfssubstrat (30) aufge- 
brachten Schaltungschips (6); 

Positionieren eines flexiblen Schaltungssubstrats (8; 
22), auf oder in das der Schaltungschip (6) aufge- 
bracht werden soil, an der von dem Hilfssubstrat (30) 
abgewandten Oberflache des Schaltungschips (6), 
durch Heranfuhren des flexiblen Schaltungssubstrats 
(8; 22) an die von dem Hilfssubstrat (30) abgewandte 
Oberflache des Schaltungschips (6), indern dasselbe 
lokal deformiert wird; 

Ablosen des Schaltungschips (6) von dem Hilfssubs- 
trat (30) und Aufbringen desselben auf das Schal- 
tungssubstrat (8; 22); und 

Entfemen des Schaltungssubstrats (8; 22) mit dem 

Schaltungschip (6) von dern Hilfssubstrat (30), durch 

eine Positionsanderung des Schaltungssubstrats (8; 

22) und/oder des Hilfssubstrats (30), 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Hilfssubstrat (30) eine dehnbare flexible Folie ist. 

2. Verfahren zum Aufbringen eines auf ein Hilfe- 
substrat (30) aufgebrachten Schaltungschips (6) auf 
ein Schaltungssubstrat (22), mitfolgenden Schritten: 
Bereitstellen des auf das Hilfssubstrat (30) aufge- 
brachten Schaltungschips (6); 

Bewegen des Schaltungssubstrats (22) in die Nahe 
der von dem Hilfssubstrat (30) abgewandten Oberfla- 
che des Schaltungschips (6) mittels einer flexiblen 
Transporteinrichtung (20); und 

Positionieren des Schaltungssubstrats (22) an der 
dem Hilfssubstrat (30) abgewandten Oberflache des 
Schaltungschips (6) durch lokales Defbrmieren der 
flexiblen Transporteinrichtung (20); 
Ablosen des Schaltungschips (6) von dem Hilfssubs- 
trat (30) und Aufbringen desselben auf das Schal- 
tungssubstrat (22); und 

Entfemen des Schaltungssubstrats (22) mit dem 
Schaltungschip (6) von dem Hilfssubstrat (30), durch 
eine Positionsanderung des Schaltungssubstrats 
(22) und/oder des Hilfssubstrats (30), 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Hilfssubstrat (30) eine dehnbare flexible Folie ist. 

3. Verfahren gernaft Anspruch 1 oder 2, bei dem 
das Schaltungssubstrat ein isolierendes Substrat ist 
und eine Ausnehmung aufweist, in der der Schal- 
tungschip (6) platziert wird. 

4. Verfahren gemaft einem der Anspruche 1 bis 
3, bei dem das Schaltungssubstrat (8; 22) Bondan- 
schlussflachen oder eine Klebeflache aufweist, die 
sich von der restlichen Oberflache des mindestens 
eines Schaltungschips topographisch abheben, und 
auf die der integrierte Schaltungschip (6) aufgebracht 



wird. 

5. Verfahren gernaft einem der Anspruche 1 bis 
4, zum Aufbringen einer Mehrzahl von Schaltungs- 
chips, die mit einer ersten Beabstandung zwischen 
denselben auf derdehnbaren flexiblen Folie (30) an- 
geordnet sind, auf jeweilige Schaltungssubstrate, 
das femer den Schritt des Dehnens der flexiblen Fo- 
lie (30) aufweist, um eine erste Beabstandung (A) 
zwischen den Schaltungschips (6) in eine zweite Be- 
abstandung (B) zu vergrofiern. 

6. Verfahren gernaft einem der Anspruche 1 bis 
7, bei dem der integrierte Schaltungschip (6) oder die 
integrierten Schaltungschips (6) durch das Zufiihren 
von Energie zu der Verbindungsstelle zwischen Hilfs- 
substrat (30) und Schaltungschip (6) von dem Hilfs- 
substrat (30) gelost wird bzw. werden. 

7. Verfahren gernaft Anspruch 6, bei dem das Zu- 
fuhren von Energie durch eine Laserbestrahlung, 
eine UV-Licht-Bestrahlung oder eine Ultraschallbe- 
handlung erfolgt. 

8. Verfahren gernaft Anspruch 6, bei dem das Zu- 
fuhren von Energie durch eine Warmebehandlung er- 
folgt. 

9. Verfahren gemali Anspruch 6, bei dem durch 
das Zufuhren von Energie ferner der integrierte 
Schaltungschip (6) mit dem Schaltungssubstrat (8; 
22) verbunden wird. 

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zeichnungen 





Fig. 2 Stand der Technik 
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